INHALT

INHALT

386

Leiterplatten-Prototyping ohne Atztechnik bietet der
neue ProtoLaser ST von LPKF. Sein Laser und die opti-
mal programmierte Software ermdglichen im Labor
Standard-FR4- und HF-Materialien zu bearbeiten

LPKF Protolaser 57
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SHIELD soll Elektronik sicherer machen. Der Design for Manufacturing (DFM) unterstiitzt Mittels Vakuumgreifer ldsst sich die Produkti-
Beitrag stellt DARPA-Forschungsprojekte vor Cadence mit einem Datenaustausch-Portal on von Smartphones automatisieren
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Ein neuer Schnelltest macht Defekte in Schutzlackierungen sichtbar. Da-
zu wird eine Testfliissigkeit aufgetragen

Einbettung von Leistungsmodulen stellt an die Herstellung von Vias be-
sondere Anforderungen. Fiinf Verfahren zur Via-Herstellung im Vergleich

Vakuum-Greifer fiir die Smartphone-Produktion 393
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Wasserldslich oder No-Clean —
neue Alternativen bei Lotpasten 398
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V2X-Chipsatze validieren mit Rohde & Schwarz-Testgeraten 406
Schnelltest zeigt Defekte in Schutzbeschichtung 407
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Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GrofBbritannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(dventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Die AidaNova fahrt mit ihrem LNG-Antrieb nicht nur sauber, sondern
zeigt auch in Sachen Elektronik den aktuellsten Stand der Technik
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DFM-konforme Fertigungsdaten ohne Mehraufwand
sind einfacher zu realisieren als gedacht.
Ausfiihrliche Informationen in diesem Heft

ab Seite 360 oder direkt von FlowCAD:

info@FlowCAD.de
Tel. +49 89 4563-7770
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